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TESLA T200 - FORMFACTOR 

Le développement des semi-conducteurs de puissance a suscité le 

besoin de nouvelles solutions de tests pour caractériser rapidement et 

avec efficacité les dispositifs de puissance directement sur tranches 

(wafers) :  

La solution TESLA T200 répond à ces besoins en permettant le test & la caractérisation de 

dispositifs jusqu'à 10 000V et 600A pulsé tout en offrant la possibilité de mesurer de faibles 

niveaux de courant (paramétriques), en mode semi-automatique et automatique.  

Ses fonctionnalités : 
• Jusqu’à 10KV et 600A (pulsé). 
• Technologie MicroVac pour le maintien de wafer aminci jusqu’à 50µm. 
• Test en mode semi-automatique ou full automatique avec un loader. 
• Gamme de température -55°C à 400°C. 
• Compatible avec les autres technologies développées par FormFactor pour améliorer la 

précision et la répétabilité des mesures (Contact Intelligence, Attoguard, High Thermal 

Stability). 

 

 

  

   

   
 

TESLA T200 
FORMFACTOR 

 

EN SAVOIR PLUS  

  

 

 

  

http://eye.sbc43.com/c?p=xBBX0LZI0LXyFUXQtNCT0Jb1BSNZ49CExBDQyNCICdCG0LvQtUHQutCA-fo6IT7wUdloaHR0cHM6Ly93d3cubWJlbGVjdHJvbmlxdWUuZnI_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciAgLSBNYXJzIDIwMjC4NWE5ZTU0M2NiODViNTM1MGVmMWNlN2NmxBDgG9Ci0Ndb0IpH0J3QtW350IzQwwEhKq1leWUuc2JjNDMuY29txBQ-0K5u0KzQomB30NLQo__4E1c20Iws0JfQgRgB
http://eye.sbc43.com/c?p=xBBX0LZI0LXyFUXQtNCT0Jb1BSNZ49CExBDQ29DM0InQsdCp5ENx0LJs0KXQlxjQxloP2XdodHRwczovL3d3dy5tYmVsZWN0cm9uaXF1ZS5mci9FdmVuZW1lbnRzLmF3cD91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyICAtIE1hcnMgMjAyMLg1YTllNTQzY2I4NWI1MzUwZWYxY2U3Y2bEEOAb0KLQ11vQikfQndC1bfnQjNDDASEqrWV5ZS5zYmM0My5jb23EFD7Qrm7QrNCiYHfQ0tCj__gTVzbQjCzQl9CBGAE
http://eye.sbc43.com/c?p=xBBX0LZI0LXyFUXQtNCT0Jb1BSNZ49CExBBh0JzQjNCb0JY5TWLQhiIi0K9e0MswENmEaHR0cHM6Ly93d3cubWJlbGVjdHJvbmlxdWUuZnIvQ2hvaXNpc3Nlei12b3RyZS1lcXVpcGUuYXdwP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgIC0gTWFycyAyMDIwuDVhOWU1NDNjYjg1YjUzNTBlZjFjZTdjZsQQ4BvQotDXW9CKR9Cd0LVt-dCM0MMBISqtZXllLnNiYzQzLmNvbcQUPtCubtCs0KJgd9DS0KP_-BNXNtCMLNCX0IEYAQ
http://eye.sbc43.com/c?p=xBBX0LZI0LXyFUXQtNCT0Jb1BSNZ49CExBB60KBrOCrQpUVa0KzQrQ5181EHcNl0aHR0cHM6Ly93d3cubWJlbGVjdHJvbmlxdWUuZnIvY29udGFjdC5hd3A_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciAgLSBNYXJzIDIwMjC4NWE5ZTU0M2NiODViNTM1MGVmMWNlN2NmxBDgG9Ci0Ndb0IpH0J3QtW350IzQwwEhKq1leWUuc2JjNDMuY29txBQ-0K5u0KzQomB30NLQo__4E1c20Iws0JfQgRgB
http://eye.sbc43.com/c?p=xBBX0LZI0LXyFUXQtNCT0Jb1BSNZ49CExBBwFyordk9K0IDQuNCDCGs90IP4R9mZaHR0cHM6Ly93d3cubWJlbGVjdHJvbmlxdWUuZnIvdGVzbGEtdDIwMC0zMDAtLXNvbHV0aW9uLWRlLW1lc3VyZXMtZGVkaWVlcy0tbWJlP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgIC0gTWFycyAyMDIwuDVhOWU1NDNjYjg1YjUzNTBlZjFjZTdjZsQQ4BvQotDXW9CKR9Cd0LVt-dCM0MMBISqtZXllLnNiYzQzLmNvbcQUPtCubtCs0KJgd9DS0KP_-BNXNtCMLNCX0IEYAQ
http://eye.sbc43.com/c?p=xBBX0LZI0LXyFUXQtNCT0Jb1BSNZ49CExBAELiDQnAtlRV_QmnrQ1APQ1HkN59l0aHR0cHM6Ly93d3cubWJlbGVjdHJvbmlxdWUuZnIvY29udGFjdC5hd3A_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciAgLSBNYXJzIDIwMjC4NWE5ZTU0M2NiODViNTM1MGVmMWNlN2NmxBDgG9Ci0Ndb0IpH0J3QtW350IzQwwEhKq1leWUuc2JjNDMuY29txBQ-0K5u0KzQomB30NLQo__4E1c20Iws0JfQgRgB
http://eye.sbc43.com/c?p=xBBX0LZI0LXyFUXQtNCT0Jb1BSNZ49CExBDQqdCb8-hC0NFP0MDQnEzQp9DTFdCvFALZmWh0dHBzOi8vd3d3Lm1iZWxlY3Ryb25pcXVlLmZyL3Rlc2xhLXQyMDAtMzAwLS1zb2x1dGlvbi1kZS1tZXN1cmVzLWRlZGllZXMtLW1iZT91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyICAtIE1hcnMgMjAyMLg1YTllNTQzY2I4NWI1MzUwZWYxY2U3Y2bEEOAb0KLQ11vQikfQndC1bfnQjNDDASEqrWV5ZS5zYmM0My5jb23EFD7Qrm7QrNCiYHfQ0tCj__gTVzbQjCzQl9CBGAE


   

   

 

SAM301HD² - PVA TEPLA AS 

La complexité de l’assemblage des semi-conducteurs et composants de 

puissances (ex : IGBT) entraîne des difficultés dans les analyses des 

modes de défaillance de ces composants  :  

Le microscope acoustique SAM301 HD² est destinée à l'investigation non destructive, au 

contrôle de qualité et de processus ainsi qu’à la recherche avancée nécessitant une grande 

précision et une utilisation soutenue. 
Cette plateforme permet des investigations précises avec des transducteurs propriétaires 

jusqu'à 400MHz (précisions micrométriques). 
Cet outil est indispensable dans l’analyse de l’interface de soudure des IGBT, là où les outils 

conventionnels (ex : Rayon X) sont restreints par l’empilement du composant. 
Certaines options permettent de compenser en temps réel la déformation de l’échantillon pour 

conserver la distance focale et ainsi améliorer la qualité d’image (HiSA). La possibilité de 

focaliser la transmission (Dynamic Through Scan) offre un outil supplémentaire dans l’analyse 

fine des échantillons complexes tels que les IGBT. 
• Zone de scan : 200x200µm à 320x320mm.  
• Transducer de 1 à 500 MHz.  
• Résolution en X/Y : 50nm. 
• Option HiSA et Dynamic Through Scan. 

 

    

 

  

   

   
 

SAM301HD² PVA TEPLA AS 

 

EN SAVOIR PLUS  

  

  

  

   
     

    

   

   

 

5850 HEAVY WIRE - BONDTEC 

Les semi-conducteurs de puissance nécessitent une hybridation 

adaptée pour permettre de faire passer les forts niveaux de courant 

mis en jeux entre la partie semi-conducteur et la partie externe du 

composant : 

La technologie de wire bonding en gros fil permet notamment de répondre à cette problématique. 

La câbleuse 5850 en version "HEAVY WIRE" permet de câbler du gros fil jusqu'à 500µm en 

aluminium. Les fils de cuivre sont souvent utilisés pour permettre des densités de courant plus 

importantes et des températures de fonctionnement plus hautes, la 5850 est également 

compatibles avec le fil cuivre. 

Son mode de fonctionnement entièrement automatique convient parfaitement pour une 

production moyenne. Le processus de câblage est entièrement automatisé grâce à la 

reconnaissance d'image et donc sans aucune intervention humaine. 

• Diamètre de fil jusqu’à 500µm.  

• Surface de travail 200mm x 150mm.  

• Vitesse de câblage : 1 fil / sec. 

• Résolution : 1µm. 

• Longueur de câblage jusqu’à 70mm. 

• Contrôle de la forme de la boucle. 

  

  

   

   
 

5850 HEAVY WIRE BONDTEC 

 

EN SAVOIR PLUS  

  

 

 

  

http://eye.sbc43.com/c?p=xBBX0LZI0LXyFUXQtNCT0Jb1BSNZ49CExBDl0KYiSzrQzEBi0J0mOSRY4GBC2ZRodHRwczovL3d3dy5tYmVsZWN0cm9uaXF1ZS5mci9zYW0zMDEtaGQlQzIlQjItLW1pY3Jvc2NvcGUtYWNvdXN0aXF1ZS0tbWJlP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgIC0gTWFycyAyMDIwuDVhOWU1NDNjYjg1YjUzNTBlZjFjZTdjZsQQ4BvQotDXW9CKR9Cd0LVt-dCM0MMBISqtZXllLnNiYzQzLmNvbcQUPtCubtCs0KJgd9DS0KP_-BNXNtCMLNCX0IEYAQ
http://eye.sbc43.com/c?p=xBBX0LZI0LXyFUXQtNCT0Jb1BSNZ49CExBDpHi3QtdClc0Q60J55H9C9Bfs70NvZi2h0dHBzOi8vd3d3Lm1iZWxlY3Ryb25pcXVlLmZyL1Byb2R1aXQuYXdwP1AxPTU4NTAlMjBIZWF2eSUyMFdpcmUmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciAgLSBNYXJzIDIwMjC4NWE5ZTU0M2NiODViNTM1MGVmMWNlN2NmxBDgG9Ci0Ndb0IpH0J3QtW350IzQwwEhKq1leWUuc2JjNDMuY29txBQ-0K5u0KzQomB30NLQo__4E1c20Iws0JfQgRgB
http://eye.sbc43.com/c?p=xBBX0LZI0LXyFUXQtNCT0Jb1BSNZ49CExBDQkh_QgNDO4NCjSgfQlDUTBNDV0KHQtwnZlGh0dHBzOi8vd3d3Lm1iZWxlY3Ryb25pcXVlLmZyL3NhbTMwMS1oZCVDMiVCMi0tbWljcm9zY29wZS1hY291c3RpcXVlLS1tYmU_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciAgLSBNYXJzIDIwMjC4NWE5ZTU0M2NiODViNTM1MGVmMWNlN2NmxBDgG9Ci0Ndb0IpH0J3QtW350IzQwwEhKq1leWUuc2JjNDMuY29txBQ-0K5u0KzQomB30NLQo__4E1c20Iws0JfQgRgB
http://eye.sbc43.com/c?p=xBBX0LZI0LXyFUXQtNCT0Jb1BSNZ49CExBBk0J0w0MtE0INBBNCu0Jki0KspfC4F2YtodHRwczovL3d3dy5tYmVsZWN0cm9uaXF1ZS5mci9Qcm9kdWl0LmF3cD9QMT01ODUwJTIwSGVhdnklMjBXaXJlJnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgIC0gTWFycyAyMDIwuDVhOWU1NDNjYjg1YjUzNTBlZjFjZTdjZsQQ4BvQotDXW9CKR9Cd0LVt-dCM0MMBISqtZXllLnNiYzQzLmNvbcQUPtCubtCs0KJgd9DS0KP_-BNXNtCMLNCX0IEYAQ

